2010版半导体封装用引线框架及其铜带市场调研报告

报告摘要：

　　引线框架作为集成电路芯片载体，是集成电路封装过程中重要的一个环节，无论金属封装、陶瓷封装、塑料封装都离不开框架材料。近年来，中国内地引线框架生产企业的规模不断扩大，生产技术水平也有明显提高，我国引线框架行业的生产水平已跃上了一个新的台阶。在对全球及国内封装行业、引线框架行业及其铜带市场情况进行了全面、深入的调研基础上所完成的这份报告，详细介绍和分析了全球及国内引线框架行业及其铜带市场的现状、生产厂家、市场需求、进出口情况、生产工艺、关键设备以及相关标准和专利，对产业发展的趋势进行了预测等，并提出了投资发展建议。

本报告具有权威性、时效性、全面系统性的特点。它对于海内外有意向新建（或扩建）引线框架生产企业的投资者、有意对引线框架行业及市场要加深了解、认识的经营者来说，都是一份具有很高参考价值的信息资料。
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